Bosti)  DICHT- UND KLEBTECHNIK

TECHNISCHES DATENBLATT

HOCHTEMPERATUR-
SILICON (3057)

HOCHTEMPERATURSILICON — ACETAT-SYSTEM

ANWENDUNGSBEREICH:

HOCHTEMPERATUR-SILICON eignet sich fiir AnschluB- und Dehnungsfugen im Innen- und AuBenbereich
— speziell fiir Verfugungen im Hochtemperaturbereich

— im Heizungsbau, Liftungsbau, im Apparatebau und in der Automobilindustrie

— Industrie, Handwerk und Hobby

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

HOCHTEMPERATUR-SILICON ist speziell fiir hohe Temperaturen bis + 250 °C entwickelt, vulkanisiert durch EinfluB von
Luftfeuchtigkeit zu einem auBerordentlich bestandigen, geruchlosen und elastischen Material und ist normal entflammbar nach

DIN 4102, Teil I.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis: Silikonkautschuk, einkomponentig

Hartungssystem: sauer-Acetat

Standvermogen: Standfest < 2 mm

(DIN 52452-ST-U 26 - 23)

Spez. Gewicht: Ca. 1,08 g/cm?

(DIN 52451-PY)

Hautbildungszeit: Ca. 12 Minuten

(23°C/50%r.F)

Shore-A-Harte: Ca. 28

(DIN 53505, 4 Wochen 23 °C /50 % r. F)

Volumenénderung: Ca.-3%

(DIN 52451-PY)

Dehn- und Spannungswert bei 100%: Ca. 0,8 N/mm?

(DIN 52455 NWT-1-A2-100-23)

Maximale Bewegungsaufnahme Ca. 25 %

in der Praxis:

Temperaturbestandigkeit: Ca. - 40 °C bis + 250 °C (nach der Vulkanisation);
kurzzeitig auch iiber + 300 °C

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C (Untergrundtemperatur)

Lagerfahigkeit: 12 Monate bei trockener, kiihler Lagerung

Bitte wenden
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FUGENMASSE, HINTERFULLUNG:

Bei Fugenbreiten von 5 - 10 mm soll der Fugenquerschnitt quadratisch sein. Fugenbreiten von 10 - 20 mm erfordern eine
Mindesttiefe von 10 mm. Bei Fugen tiber 20 mm Breite soll die Fugentiefe die Halfte der Fugenbreite betragen. Die Fugen
miissen mit einem geeigneten Schaumstoffband vorgefiillt werden.

VORBEREITUNG DER HAFTFLACHEN:

Die Fugenflanken bzw. Haftflichen miissen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub und Fremdstoffen sein. Ol- und
Fettriickstande sind zu entfernen. Geeignete Reinigungsmittel BOSTIK Solvent 250 oder BOSTIK Solvent 300. Fu-
genrander mit Selbstklebeband abdecken.

VERARBEITUNG:

HOCHTEMPERATUR-SILICON mit Druck auf die Fugenflanken gleichmaBig ausspritzen. Die Fugen miissen vollstandig
und ohne Lufteinschlisse gefiillt werden. Oberfliche anschlieBend sofort mit einem angefeuchteten Spachtel, Fugeisen
oder anderem geeigneten Werkzeug (spulmittelhaltiges Wasser, ca. |1-2%ig) glatten, Klebeband abziehen. Angebrochene
Kartuschen méglichst bald verbrauchen.

REINIGUNG:

Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit BOSTIK Solvent 250 oder BOSTIK Solvent 300 entfernen. Im
abgebundenen Zustand ist HOCHTEMPERATUR-SILICON nur noch mechanisch zu entfernen.

BESONDERE HINWEISE:

Bei einigen Metallen, z. B. Blei, Eisen, Stahl, Kupfer, besteht durch Einwirkung von Essigsdure Korrosionsgefahr. Es sind
geeignete SchutzmaBnahmen zu treffen.

VERBRAUCH:

Bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt reicht die Kartusche fiir ca. 3 Ifdm. Der Verbrauch 4Bt sich durch Fugenbreite (mm)
x Fugentiefe (mm) = ¢cm? pro Ifdm. Fuge errechnen.

LIEFERGEBINDE:

rot Artikel-Nr. 50-4246 003 | 20 x 300 ml Kartusche

Weitere Auskiinfte gibt unser Sicherheitsdatenblatt.
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Mitglied
Industrieverband
Dichtstoffe e. V.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewihrleistung fiir das Verarbeitungs-
ergebnis im Einzelfall kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmdglichkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-
und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht ibernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst
steht lhnen zur Verfiigung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle fritheren Ausgaben ungiiltig. Ausgabe: 07.09
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